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デュポン社製べスペル 各種グレードをはじめとする各種材料の

精密加工でお客様ご要望(耐熱/耐摺動性/除電性 等)に

応じた最適な製品を紹介

【製品例】

吸着コレット

その他各種装置部品/治具 など

① 樹脂加工製品
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主要な樹脂素材 (デュポン社 べスペルシリーズより)

上記以外にもご要望に応じた様々な樹脂素材を紹介可能

※デュポン社カタログより抜粋

 SCP5000
SP-1,21よりも格段に優れた強度特性、熱安定性、耐薬品性を持つ

 SP-1
耐熱/電気的・熱的絶縁性に優れる。
耐プラズマ性/アウトガス特性から半導体装置周辺部品としても広く活用される

 SP-3
真空下での摺動に優れ、アウトガスも極めて少ない

 SP-21
グラファイトを配合しており広範囲の摩擦摩耗条件下にて使用可能
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複数の協力加工先様との繋がりを活かし、

お客様ご要望に沿った超硬加工製品を単品から紹介。

主な加工方法は切削、放電加工などで、

大きな部品(各種機械装置/部品 等)から

吸着コレットや手作業工具などの小型治具/部品まで対応。

レイデント処理や各種めっきなど製品表面加工を含め、

弊社にてワンストップ見積可能。

② 超硬加工製品
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超硬加工製品例

ご要求に応じて大小様々な製品とその表面加工可能



肉眼で確認できないような極小加工、鏡面加工、研磨、研削など数ミクロン単位で微調整加工可能。

ガラス加工も外形加工から研磨までを一貫して紹介可能。
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③ セラミックス加工製品


